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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板上に設けられる複数の有機エレクトロルミネッセンス素子と、複数の有
機エレクトロルミネッセンス素子を区分けする隔壁と、
　を備え、
　前記複数の有機エレクトロルミネッセンス素子は、塗布法により形成される発光層と、
該発光層を介在させて配置される一対の電極とを含んで構成され、前記発光層として、赤
色発光する赤色発光層、緑色発光する緑色発光層、または青色発光する青色発光層を有す
る、
　有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法であって、
　親液性を示す隔壁と、前記一対の電極のうちの一方の電極とが設けられた基板を用意す
る工程と、
　親液性を示す前記隔壁と、前記一対の電極のうちの前記一方の電極とが設けられた前記
基板（ただし撥液化処理された隔壁が設けられた基板を除く）において、赤色発光層を形
成するためのインキを、前記一方の電極上に塗布法により供給する赤インキ供給工程と、
　親液性を示す前記隔壁と、前記一対の電極のうちの前記一方の電極とが設けられた前記
基板（ただし撥液化処理された隔壁が設けられた基板を除く）において、緑色発光層を形
成するためのインキを、前記一方の電極上に塗布法により供給する緑インキ供給工程と、
　親液性を示す前記隔壁と、前記一対の電極のうちの前記一方の電極とが設けられた前記
基板（ただし撥液化処理された隔壁が設けられた基板を除く）において、青色発光層を形
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成するためのインキを、前記一方の電極上に塗布法により供給する青インキ供給工程と、
　供給したインキを固化する工程と、
　前記一対の電極のうちの他方の電極を形成する工程とを含み、
　赤インキ供給工程と、青インキ供給工程と、緑インキ供給工程とのうちで赤インキ供給
工程を最後に行うことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法。
【請求項２】
　前記青インキ供給工程の後に前記緑インキ供給工程を行うことを特徴とする請求項１記
載の有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法。
【請求項３】
　前記塗布法が、ノズルコート法または有版印刷法であることを特徴とする請求項１また
は２記載の有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法。
【請求項４】
　前記塗布法が、凸版印刷法であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載
の有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法。
【請求項５】
　前記インキは、沸点が２００℃以上の溶媒を含み、
　沸点が２００℃以上の溶媒の、インキに対する割合が、５重量％以上であることを特徴
とする請求項１～４のいずれか１つに記載の有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数の有機エレクトロルミネッセンス素子を備える有機エレクトロルミネッセ
ンス装置の製造方法および有機エレクトロルミネッセンス装置、並びに表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　光源として機能する複数の有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、「エレクトロル
ミネッセンス」を「ＥＬ」と記載する場合がある。）を備える表示装置の研究開発が現在
進められている。
【０００３】
　表示装置に搭載される有機ＥＬ素子は電圧を印加することによって発光する発光素子で
あり、一対の電極と、該電極間に設けられる発光層とを含んで構成される。有機ＥＬ素子
に電圧を印加すると、一方の電極から正孔が注入されるとともに、他方の電極から電子が
注入され、これら正孔と電子とが発光層で結合することによって発光する。
【０００４】
　カラー表示用の表示装置は、所期の色を表現するために、通常は赤色発光する有機ＥＬ
素子と、緑色発光する有機ＥＬ素子と、青色発光する有機ＥＬ素子との３種類の有機ＥＬ
素子を備える。表示装置では、基板上において各有機ＥＬ素子を区分けするための隔壁が
設けられる。例えば格子状の隔壁が基板上に設けられる場合、隔壁により格子状に区分け
された各画素に各有機ＥＬ素子がそれぞれ設けられる。そのため有機ＥＬ素子はマトリク
ス状に配置される。
【０００５】
　有機ＥＬ素子の発光層は様々な方法で形成することが可能であるが、工程の簡易さから
、塗布法で発光層を形成することが検討されている。例えば発光層は、この発光層となる
材料を溶媒に溶かしたインキを所定の塗布法によって塗布し、これを固化することによっ
て形成することができる。前述した３種類の有機ＥＬ素子を基板上に形成するためには、
赤色発光する赤色発光層、緑色発光する緑色発光層、青色発光する青色発光層をそれぞれ
所定の位置に作り分ける必要がある。これを塗布法で実現するためには、赤色発光層を形
成するためのインキ（以下、単に赤インキという場合がある。）、緑色発光層を形成する
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ためのインキ（以下、単に緑インキという場合がある。）、青色発光層を形成するための
インキ（以下、単に青インキという場合がある。）を所定の位置に選択的に供給する必要
がある。具体的には赤色発光する有機ＥＬ素子、緑色発光する有機ＥＬ素子、青色発光す
る有機ＥＬ素子をそれぞれ形成する領域に、赤インキ、緑インキ、青インキをそれぞれ選
択的に供給する必要がある。
【０００６】
　例えばインクジェットプリント法、凸版印刷法などの所定の塗布法によって、赤インキ
、緑インキ、青インキの３種類のインキを所定の領域に選択的に供給することは可能であ
るが、隔壁が親液性を示す場合、隔壁によって区分けされた所定の領域に供給されたイン
キが隔壁表面に沿って濡れ拡がることがあり、隔壁を隔てて隣接する隣の画素領域にまで
インキが拡がることもある。この場合、いわゆる混色が生じる。すなわち赤インキ、緑イ
ンキ、青インキの混ざった発光層が形成される。このように親液性を示す隔壁を備える基
板に有機ＥＬ素子を作製する場合、所期の色を発光する発光層を設計通りに形成すること
が困難である。
【０００７】
　このような混色の問題を解決するために、親液性を示す隔壁に撥液処理を施し、撥液性
を示す隔壁を用いて有機ＥＬ素子を作製する方法が開示されている（例えば特許文献１参
照）。隔壁が撥液性を示す場合、供給されたインキが隔壁に沿って濡れ拡がることを防ぐ
ことができるため、所定の領域に供給されたインキが隔壁を隔てて隣接する隣の画素領域
にまで拡がることを防ぐことができる。このように、供給されたインキを所定の領域内に
確実に保持することができる。これによって、異なる種類のインキの混合を防ぐことがで
き、結果として所期の色で発光する発光層を設計通りに形成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－２８６２４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述した従来の技術では、撥液性を示す隔壁を用いることにより混色の問題を解決する
ことはできるが、隔壁表面の性質を親液性から撥液性にするための処理が必要となり、そ
の分だけ工程数が増加するという問題がある。
【００１０】
　従って本発明の目的は、親液性を示す隔壁を用いて、混色の問題が顕在化することを回
避するとともに、少ない工程で所期の有機ＥＬ素子を作製することができる有機ＥＬ装置
の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、基板と、該基板上に設けられる複数の有機エレクトロルミネッセンス素子と
、複数の有機エレクトロルミネッセンス素子を区分けする隔壁と、
　を備え、
　前記複数の有機エレクトロルミネッセンス素子は、塗布法により形成される発光層と、
該発光層を介在させて配置される一対の電極とを含んで構成され、前記発光層として、赤
色発光する赤色発光層、緑色発光する緑色発光層、または青色発光する青色発光層を有す
る、
　有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法であって、
　親液性を示す隔壁と、前記一対の電極のうちの一方の電極とが設けられた基板を用意す
る工程と、
　赤色発光層を形成するためのインキを、前記一方の電極上に塗布法により供給する赤イ
ンキ供給工程と、
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　緑色発光層を形成するためのインキを、前記一方の電極上に塗布法により供給する緑イ
ンキ供給工程と、
　青色発光層を形成するためのインキを、前記一方の電極上に塗布法により供給する青イ
ンキ供給工程と、
　供給したインキを固化する工程と、
　前記一対の電極のうちの他方の電極を形成する工程とを含み、
　赤インキ供給工程と、青インキ供給工程と、緑インキ供給工程とのうちで赤インキ供給
工程を最後に行うことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法に関す
る。
【００１２】
　また本発明は、前記青インキ供給工程の後に前記緑インキ供給工程を行うことを特徴と
する前記有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法に関する。
【００１３】
　また本発明は、前記塗布法が、ノズルコート法または有版印刷法であることを特徴とす
る前記有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法に関する。
【００１４】
　また本発明は、前記塗布法が、凸版印刷法であることを特徴とする前記有機エレクトロ
ルミネッセンス装置の製造方法に関する。
【００１５】
　また本発明は、前記インキは、沸点が２００℃以上の溶媒を含み、
　沸点が２００℃以上の溶媒の、インキに対する割合が、５重量％以上であることを特徴
とする前記有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法に関する。
【００１６】
　また本発明は、基板と、該基板上に設けられる複数の有機エレクトロルミネッセンス素
子と、該複数の有機エレクトロルミネッセンス素子を区分けする隔壁とを含んで構成され
る有機エレクトロルミネッセンス装置であって、
　前記複数の有機エレクトロルミネッセンス素子は、塗布法により形成される発光層と、
該発光層を介在させて配置される一対の電極とを含んで構成され、発光層として、赤色発
光する赤色発光層、緑色発光する緑色発光層、または青色発光する青色発光層を備え、
　前記隔壁が、親液性を示し、
　緑色発光層、及び／又は青色発光層は、その一端部が、隔壁を隔てて隣接する赤色発光
層上にまで隔壁に沿って延在していることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス装
置に関する。
【００１７】
　また本発明は、前記有機エレクトロルミネッセンス装置を備えることを特徴とする表示
装置に関する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、親液性を示す隔壁を用いて、混色の問題が顕在化することを回避する
とともに、少ない工程で所期の有機ＥＬ素子を作製することができ、簡易に有機ＥＬ装置
を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態の有機ＥＬ装置１を模式的に示す平面図である。
【図２】図１に示す有機ＥＬ装置１の１画素分の領域を拡大して模式的に示す有機ＥＬ装
置１の断面図である。
【図３】インキを塗布する際のインキの挙動および発光層５の形成のされ方を説明するた
めの図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　図１は、本実施形態の有機ＥＬ装置１を模式的に示す平面図であり、図２は、図１に示
す有機ＥＬ装置１の１画素分の領域を拡大して模式的に示す有機ＥＬ装置１の断面図であ
る。なお本明細書では１画素は１つの有機ＥＬ素子によって構成されるものとする。なお
図２（１）は図１において列方向Ｙに垂直な切断面で有機ＥＬ装置１を切断した断面図で
あり、図２（２）、（３）は図１において行方向Ｘに垂直な切断面で有機ＥＬ装置１を切
断した断面図である。なお図２（１），（２）は切断面が一方の電極６上を通り、図２（
３）は切断面が隔壁４上を通るように有機ＥＬ装置１を切断した断面図である。
【００２１】
　本実施形態の有機ＥＬ装置１は、基板２と、該基板２上に設けられる複数の有機ＥＬ素
子３と、複数の有機ＥＬ素子を区分けする隔壁４とを含んで構成される。有機ＥＬ素子３
は、塗布法により形成される発光層５と、該発光層５を介在させて配置される一対の電極
６，７とを含んで構成され、前記発光層５として、赤色発光する赤色発光層５Ｒ、緑色発
光する緑色発光層５Ｇ、または青色発光する青色発光層５Ｂを有する（後述する図３（５
）参照）。
【００２２】
　本実施形態の有機ＥＬ装置の製造方法は、親液性を示す隔壁４と、前記一対の電極６，
７のうちの一方の電極６とが設けられた基板２を用意する工程と、赤色発光層５Ｒを形成
するためのインキを、前記一方の電極６上に塗布法により供給する赤インキ供給工程と、
緑色発光層５Ｇを形成するためのインキを、前記一方の電極６上に塗布法により供給する
緑インキ供給工程と、青色発光層５Ｂを形成するためのインキを前記一方の電極上に塗布
法により供給する青インキ供給工程と、供給したインキを固化する工程と、前記一対の電
極のうちの他方の電極７を形成する工程とを含み、赤インキ供給工程と、青インキ供給工
程と、緑インキ供給工程とのうちで赤インキ供給工程を最後に行うことを特徴とする。
【００２３】
　１）有機ＥＬ装置の構成
　まず有機ＥＬ装置１の構成について説明する。以下ではアクティブマトリクス駆動方式
の有機ＥＬ装置１を例として有機ＥＬ装置１について説明するが、本発明はアクティブマ
トリクス駆動方式に限らす、例えばパッシブマトリクス駆動方式にも適用可能である。
【００２４】
　本実施形態では基板２上に複数の有機ＥＬ素子３がマトリクス状に設けられる。すなわ
ち複数の有機ＥＬ素子３が、基板２上において行方向Ｘに等間隔をあけるとともに、列方
向Ｙに等間隔をあけて、それぞれ離散的に配置される。
【００２５】
　基板２上には列方向Ｙに延伸する複数本の隔壁４が設けられる。各隔壁４は、行方向Ｘ
に隣り合う有機ＥＬ素子３の間に配置され、行方向Ｘに互いに等間隔をあけて配列される
。換言すると、行方向Ｘに隣り合う隔壁４の間に有機ＥＬ素子３が配置され、複数の有機
ＥＬ素子３は、行方向Ｘに隣り合う隔壁４間において列方向Ｙに等間隔をあけて配置され
る。なお本実施形態では隔壁４は、図１に示すようなストライプ状に配置されるが、他の
実施形態として隔壁４は格子状に配置されてもよい。
【００２６】
　本実施形態では赤色発光する有機ＥＬ素子、緑色発光する有機ＥＬ素子、および青色発
光する有機ＥＬ素子の３種類の有機ＥＬ素子が基板２上に設けられる。本実施形態では１
つの列には同じ種類の有機ＥＬ素子が設けられる。例えば基板２上において、（Ｉ）赤色
発光する有機ＥＬ素子の設けられる列、（ＩＩ）緑色発光する有機ＥＬ素子の設けられる
列、および（ＩＩＩ）青色発光する有機ＥＬ素子の設けられる列は、それぞれ２列おきに
配置される。なおこれら３種類の有機ＥＬ素子の他に、例えば消費電力の低減を目的とし
て、白色発光する有機ＥＬ素子を設けてもよい。
【００２７】
　基板２の厚み方向の一方の表面には、一対の電極のうちの一方の電極６が設けられる。
なお本実施形態では一方の電極として陽極を設け、他方の電極として陰極を設ける。その
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ため、以下では一方の電極を陽極６とし、他方の電極を陰極７として記載する。また以下
本明細書では基板２の厚み方向の一方を「上方」または「上」と記載し、厚み方向の他方
を「下方」または「下」と記載する場合がある。
【００２８】
　陽極６は、基板２上においてマトリクス状に設けられる。陽極６は、１つの有機ＥＬ素
子３に対して１つ設けられる。すなわち有機ＥＬ素子３の数と同数の陽極６が設けられる
。陽極６は、基板２上において行方向Ｘに等間隔をあけるとともに、列方向Ｙに等間隔を
あけて、それぞれ離散的に配置される。陽極６は、平板状であって、基板２の厚み方向の
一方から見て（以下、「平面視で」という場合がある。）略矩形状に形成される。陽極６
は平面視で行方向Ｘに隣り合う隔壁４間に設けられ、各隔壁４間において、列方向Ｙに等
間隔を開けて配置される。本実施形態では陽極６は平面視で行方向Ｘの両端部が隔壁４に
重なっている。なお陽極６は平面視で行方向Ｘの両端部が隔壁４に重なっていなくてもよ
い。
【００２９】
　本実施形態では基板２上にさらに絶縁膜８が設けられる。絶縁膜８は電気絶縁性を有し
、各有機ＥＬ素子３を電気的に絶縁するために設けられる。絶縁膜８は、陽極６を除く領
域に主に形成され、その一部が陽極６の周縁部を覆うように格子状に設けられている。す
なわち絶縁膜８は、陽極６が形成された基板２の上方から一面を覆うように設けられ、さ
らに陽極６が露出する開口がマトリクス状に穿設されている。このような絶縁膜８が各陽
極６間に介在するために、各陽極６は電気的に絶縁されており、そのため各有機ＥＬ素子
３も同様に電気的に絶縁されている。なお各有機ＥＬ素子３の電気的な絶縁を図る機能を
担う隔壁４が設けられている場合など、設計によっては絶縁膜８を設けなくてもよい。
【００３０】
　有機ＥＬ素子は平面視で開口が形成された部分が主に発光する。この開口の大きさは、
解像度や、求められる特性に応じて設計され、行方向Ｘおよび列方向Ｙの開口の幅は、通
常２０μｍ～５００μｍ程度である。
【００３１】
　隔壁４は、前述したようにそれぞれ列方向Ｙに延伸し、行方向Ｘに互いに所定の間隔を
あけて配置される。本実施形態では隔壁４は、絶縁膜８上において互いに隣り合う開口と
開口との間に設けられる。隔壁４は、後述するインキに対して親液性を示す。ここで本明
細書において隔壁が親液性を示すとは、発光層を形成するためのインキと隔壁との接触角
が３０°以下であることを意味する。隔壁４の行方向Ｘの間隔は、解像度や、求められる
特性に応じて設計され、通常２０μｍ～５００μｍ程度である。
【００３２】
　有機ＥＬ素子３は、一対の電極６，7間に、発光層５だけでなく、素子特性および工程
の容易さなどを勘案して、所定の層がさらに設けられることがある。本実施形態ではこの
ような所定の層として正孔注入層９がさらに設けられる。正孔注入層９は、陽極６と発光
層５との間に設けられる。本実施形態では正孔注入層９は発光層５と同様に塗布法によっ
て形成される。後述するように正孔注入層９を形成するためのインキがスピンコート法に
よって塗布された場合、隔壁４が親液性を示すために、インキが隔壁４上にも濡れ拡がり
、結果として正孔注入層９が基板上に全面に形成されることになる。またたとえパターン
塗布可能な塗布法によって、列方向Ｙに隣り合う隔壁４間にインキを供給したとしても、
隔壁４が親液性を示すため、供給されたインキは隔壁４表面に沿って濡れ拡がる。そのた
め正孔注入層９は陽極６上だけでなく、隔壁４上にも形成される。このように親液性を示
す隔壁４を用いた場合、正孔注入層９は、陽極６、絶縁膜８、および隔壁４の露出する表
面に沿って全面に形成される。
【００３３】
　発光層５は塗布法によって形成される。本実施形態では発光層５は正孔注入層９上に形
成される。発光層５を形成するためのインキは正孔注入層９上を濡れ拡がるために、正孔
注入層９と同様に、平面視で隔壁４上にも形成される。なお本実施形態では赤色発光する
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有機ＥＬ素子、緑色発光する有機ＥＬ素子、青色発光する有機ＥＬ素子の３種類の有機Ｅ
Ｌ素子が設けられるため、赤色発光する有機ＥＬ素子には赤色発光する赤色発光層５Ｒが
設けられ、緑色発光する有機ＥＬ素子には緑色発光する緑色発光層５Ｇが設けられ、青色
発光する有機ＥＬ素子には青色発光する青色発光層５Ｂが設けられる。なお本明細書にお
いて赤色発光、緑色発光、青色発光とは、それぞれ、ピーク波長が６００ｎｍ以上７５０
ｎｍ未満の光、ピーク波長が５００ｎｍ以上６００ｎｍ未満の光、ピーク波長が４００ｎ
ｍ以上５００ｎｍ未満の光を発光することを意味する。
【００３４】
　陰極（一対の電極のうちの他方の電極）７は、発光層５上から全ての有機ＥＬ素子３に
わたって一面に形成される。すなわち陰極７は各有機ＥＬ素子３に跨って形成され、各有
機ＥＬ素子３の共通の電極として設けられる。
【００３５】
　２）有機ＥＬ装置の製造方法
（基板を用意する工程）
　まず親液性を示す隔壁４と、陽極６（一対の電極のうちの一方の電極）とが設けられた
基板２を用意する。この基板２は、隔壁４および陽極６が予め形成されたものを入手して
きてもよく、また隔壁４および陽極６を基板２上に形成することによって用意してもよい
。
【００３６】
　＜基板＞
　基板は、有機ＥＬ装置を製造する工程において化学的に変化しないものが好適に用いら
れ、例えばガラス、プラスチック、高分子フィルム、およびシリコン板、並びにこれらを
積層したものなどが用いられる。なおアクティブマトリクス駆動方式の表示装置の場合、
基板としては有機ＥＬ素子を駆動する回路が予め形成されたものを用いることが好ましく
、例えばＴＦＴ（Thin Film Transistor）が予め形成された基板を用いることができる。
なお一方の電極および基板を通して発光層から放射される光を出射する構成の装置では、
基板は可視光の光透過率が高い方が好ましい。
【００３７】
　＜陽極＞
　発光層から放射される光が陽極を通して出射する構成の有機ＥＬ素子の場合、陽極には
光透過性を示す電極が用いられる。光透過性を示す電極としては、金属酸化物、金属硫化
物および金属などの薄膜を用いることができ、電気伝導度および光透過率の高いものが好
適に用いられる。具体的には酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、インジウムスズ酸化
物（Ｉｎｄｉｕｍ Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ：略称ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（Ｉｎｄｉ
ｕｍ Ｚｉｎｃ Ｏｘｉｄｅ：略称ＩＺＯ）、金、白金、銀、および銅などから成る薄膜が
用いられ、これらの中でもＩＴＯ、ＩＺＯ、または酸化スズから成る薄膜が好適に用いら
れる。陽極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング
法、メッキ法などを挙げることができる。また、該陽極として、ポリアニリンもしくはそ
の誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体などの有機の透明導電膜を用いてもよい。
【００３８】
　陽極の膜厚は、求められる特性および工程の簡易さなどを考慮して設計され、例えば１
０ｎｍ～１０μｍであり、好ましくは２０ｎｍ～１μｍであり、さらに好ましくは５０ｎ
ｍ～５００ｎｍである。
【００３９】
　＜絶縁膜＞
　絶縁膜８は通常親液性を示す部材によって構成される。例えば撥液性を示す部材によっ
て絶縁膜を構成した場合、正孔注入層９を形成する際に、正孔注入層９を形成するための
インキが絶縁膜によって弾かれつつ乾燥する。そのため陽極６上において、正孔注入層９
の周縁部の膜厚が不均一になり、均一な膜厚の正孔注入層を得ることが難しくなる。他方
、親液性を示す部材によって絶縁膜８を構成した場合、正孔注入層９を形成するためのイ
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ンキが絶縁膜８上を濡れ拡がるので、正孔注入層９の膜厚に絶縁膜８の影響が現れ難くな
り、均一な膜厚の正孔注入層９を得ることができる。
【００４０】
　絶縁膜８は有機物または無機物によって構成される。有機物としてはアクリル樹脂、フ
ェノール樹脂、およびポリイミド樹脂などの樹脂を挙げることができ、無機物としてはＳ
ｉＯｘ、ＳｉＮｘなどを挙げることができる。
【００４１】
　有機物からなる絶縁膜を形成する場合、例えばポジ型またはネガ型の感光性樹脂を一面
に塗布成膜し、所定の部位を露光、現像する。つぎにこれを硬化することによって、所定
の部位に開口が形成された絶縁膜８が得られる。なお感光性樹脂としてはフォトレジスト
を用いることができる。
【００４２】
　また無機物からなる絶縁膜を形成する場合、まずプラズマＣＶＤ法やスパッタ法などに
よって、無機物からなる薄膜を一面に形成する。つぎにこの薄膜の所定の部位に開口を形
成することにより、所定の部位に開口が形成された絶縁膜８が得られる。開口は例えばフ
ォトリソグラフィによって形成される。この開口を形成することにより陽極６が露出する
。これによって格子状の絶縁膜８を得ることができる。
【００４３】
　絶縁膜８の厚さは、少なくとも電気絶縁性が確保できる値に設定され、例えば０．１μ
ｍ～５μｍ程度であり、好ましくは０．５μｍ～２μｍである。
【００４４】
　なお上述した材料を用いた場合、撥液処理を特別に施さない限り、通常、絶縁膜８は親
液性を示す。
【００４５】
　＜隔壁＞
　隔壁４は絶縁膜８と同様にして形成することができる。なお隔壁４と絶縁膜８とは、工
程の簡易さの観点からは、感光性樹脂を用いてフォトリソグラフィによって形成すること
が好ましい。
【００４６】
　隔壁４の厚さは、隔壁４間に供給されるインキをほぼ収容できる値に設計され、例えば
０．５μｍ～５μｍ程度であり、好ましくは１μｍ～２μｍである。
【００４７】
　基板２上には配線などがさらに設けられており、通常この配線などは隔壁４によって覆
われている。そのため隔壁４の行方向Ｘの幅は例えば配線などの幅よりも幅広に設計され
、例えば５μｍ～５０μｍ程度であり、好ましくは１０μｍ～３０μｍである。
【００４８】
　＜正孔注入層＞
　正孔注入層を構成する正孔注入材料としては、酸化バナジウム、酸化モリブデン、酸化
ルテニウム、および酸化アルミニウムなどの酸化物や、フェニルアミン系化合物、スター
バースト型アミン系化合物、フタロシアニン系化合物、アモルファスカーボン、ポリアニ
リン、およびポリチオフェン誘導体などを挙げることができる。
【００４９】
　正孔注入層の成膜方法としては、例えば正孔注入材料を含む溶液からの成膜を挙げるこ
とができる。溶液からの成膜に用いられる溶媒としては、正孔注入材料を溶解するものが
好ましく、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタンなどの塩素系溶媒、テトラヒド
ロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶媒、アセ
トン、メチルエチルケトンなどのケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソ
ルブアセテートなどのエステル系溶媒、および水を挙げることができる。
【００５０】
　溶液からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラビア
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コート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、
ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット
印刷法、インクジェットプリント法などの塗布法を挙げることができる。なお赤色発光す
る有機ＥＬ素子、緑色発光する有機ＥＬ素子、青色発光する有機ＥＬ素子の３種類の有機
ＥＬ素子において、正孔注入層として同じ部材からなる薄膜をそれぞれ用いる場合には、
列ごとに種類の異なる正孔注入層を形成する必要はなく、全ての有機ＥＬ素子にまたがっ
て正孔注入層を一面に形成してもよい。例えば異なる種類の有機ＥＬ素子に共通する正孔
注入層を、スピンコート法により一面に形成することができる。
【００５１】
　正孔注入層の膜厚は、求められる特性および工程の簡易さなどを考慮して適宜設計され
、例えば１ｎｍ～１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍであり、さらに好ましく
は５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００５２】
　＜発光層＞
　発光層５を形成する工程は、発光層５を形成するためのインキを隔壁４間に供給するイ
ンキ供給工程と、供給したインキを固化する工程とを含む。
【００５３】
　有機ＥＬ装置１は赤色発光する有機ＥＬ素子３、緑色発光する有機ＥＬ素子３、および
緑色発光する有機ＥＬ素子３を備えるため、列毎に赤色発光層５Ｒ、緑色発光層５Ｇ、ま
たは青色発光層５Ｂを選択的に形成する必要がある。そのため（ｉ）赤色発光層を形成す
るためのインキ（以下、「赤インキ」という場合がある。）を、前記一方の電極上に塗布
法により供給する赤インキ供給工程と、（ｉｉ）緑色発光層を形成するためのインキ（以
下、「緑インキ」という場合がある）を、前記一方の電極上に塗布法により供給する緑イ
ンキ供給工程と、（ｉｉｉ）青色発光層を形成するためのインキ（以下、「青インキ」と
いう場合がある。）を、前記一方の電極上に塗布法により供給する青インキ供給工程との
３つの工程が必要となる。なお「一方の電極上に」とは、「一方の電極に接してその上に
」という意味、および「一方の電極に接して設けられる所定の部材を介在させてその上に
」という意味を含み、必ずしも「一方の電極に接してその上に」という意味に限定される
わけではない。また赤インキ供給工程では、複数ある一方の電極のうち、赤色発光層がそ
の上に形成される一方の電極上に赤インキを供給し、緑インキ供給工程では、複数ある一
方の電極のうち、緑色発光層がその上に形成される一方の電極上に緑インキを供給し、青
インキ供給工程では、複数ある一方の電極のうち、青色発光層がその上に形成される一方
の電極上に青インキを供給する。
【００５４】
　本実施形態では、赤インキ供給工程、青インキ供給工程、および緑インキ供給工程のう
ちで赤インキ供給工程を最後に行う。また好ましくは青インキ供給工程の後に前記緑イン
キ供給工程を行う。すなわち青インキ供給工程、緑インキ供給工程、赤インキ供給工程の
順にインキを供給すること好ましい。
【００５５】
　親液性の隔壁４を用いた場合、後述するように、先の工程で形成された発光層と、後の
工程で形成された発光層とでは、インキの混色の仕方が異なるという現象を本発明者等は
見出した。すなわち後の工程で塗布形成された発光層には、先の工程で塗布されたインキ
が混入することがあるが、逆に、先の工程で塗布形成された発光層には、後の工程で塗布
されるインキが混入しない。これはインキの混色の組合せが、インキの塗り順に左右され
るということを意味する。さらにこの現象に基づいて、インキを所定の順序で塗ることに
より、インキの混色が発光色に顕在化することを抑制しうるということを本発明者等は見
出した。
【００５６】
　本実施形態のように青インキ供給工程、緑インキ供給工程、赤インキ供給工程の順に各
インキを供給すると、青インキおよび緑インキの組成物が赤色発光層５Ｒに混入し、青イ
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ンキの組成物が緑色発光層５Ｇに混入することはあるが、その一方で、緑インキおよび赤
インキの組成物が青色発光層５Ｂに混入することを避けることができ、また赤インキの組
成物が緑色発光層５Ｇに混入することを避けることができる。
【００５７】
　例えば青インキに赤インキが少量でも混入すると、赤インキの組成物が発光するために
、白みがかった光が放射されるが、逆に、本実施形態のように赤インキに青インキが少量
混入したとしても、発光色に影響を与えるほどには青インキの組成物が発光しないため、
赤色光が放射される。この現象は、発光波長の長い発光材料と、発光波長の短い発光材料
とが混在した状態では、発光波長の長い発光材料がより発光し易い傾向にあるために顕在
化するものと考えられる。すなわち発光し易い傾向にある発光波長の長い発光材料が、発
光波長の短い発光材料に少量混入すると、混入による影響が発光色に顕在化するが、逆に
発光し易い傾向にある発光波長の長い発光材料に、発光波長の短い発光材料が少量混入し
たとしてその影響が発光色にはあまり顕在化しないために、上述の現象が生じるものと考
えられる。そのため発光波長の長い発光層に、発光波長の短い発光層の構成材料が少量混
入したとしても、インキの混色が発光色には顕在化しないが、逆に発光波長の短い発光層
に、発光波長の長い発光層の構成材料が少量混入すると、インキの混色が発光色に顕在化
すると考えられる。従って所期の発光色で光を放射する発光層を得るためには、発光波長
が長い発光層の構成材料が、発光波長の短い発光層に混入することを避けることが好まし
い。すなわち緑インキ、青インキに赤インキが少量混入することを防ぐことが好ましく、
緑インキが青インキに少量混入することを防ぐことが好ましい。
【００５８】
　実施例に示すように、青インキおよび緑インキの組成物が赤色発光層５Ｒに混入したと
しても赤色発光層５Ｒは赤色光を放射し、青インキの組成物が緑色発光層５Ｇに混入した
としても緑色発光層５Ｇは緑色光を放射し、他のインキが混入しない青色発光層５Ｂは当
然に青色光を放射する。しかしながら本実施形態とは異なる順序でインキを塗布した場合
には、インキの混色が発光色に顕在化し、所期の色よりも白みがかった光が有機ＥＬ素子
３から放射されることになる。
【００５９】
　前述したように、インキの塗り順によってインキの混入の組合せが左右されるため、本
発明者らは緑インキ、青インキに赤インキが少量混入することを防ぎ、緑インキが青イン
キに少量混入することを防ぐために、赤インキ供給工程と、青インキ供給工程と、緑イン
キ供給工程とのうちで赤インキ供給工程を最後に行い、好ましくは青インキ供給工程の後
に前記緑インキ供給工程を行う。
【００６０】
　図３を参照してインキを塗布する際のインキの挙動および発光層５の形成のされ方を説
明する。なお図３では一方の電極６、絶縁膜８および正孔注入層９は、インキの挙動の説
明のためには不要なため、図示を省略している。図３は図１に示す有機ＥＬ装置１を列方
向Ｙに垂直な切断面で切断した断面図に対応する図である。図３において最も右側の凹部
に青インキを供給することにより青色発光層５Ｂを形成し、中央の凹部に緑インキを供給
することにより緑色発光層５Ｇを形成し、最も左側の凹部に赤インキを供給することによ
り赤色発光層５Ｒを形成する。
【００６１】
　（青インキ供給工程）
　図３（１）に示すように、所定の塗布法で青インキを所定の凹部１１に供給する（図で
は最も右側の凹部１１）。なお青インキは２列の凹部をあけて供給される。所定の凹部に
供給された青インキは溶媒が蒸発することによって薄膜化するが、その際に隔壁４に沿っ
て濡れ拡がるために、隔壁４を隔てて隣接する凹部に臨む隔壁４の側面上にまで青インキ
が拡がった状態で薄膜化する（図３（２）参照）。なお図３（２）では最も左側の隔壁４
上にも薄膜が形成されているが、これは青インキが２列の凹部をあけて供給されるためで
あり、図３において最も左側の凹部の左隣の凹部にも青インキが供給されるためである。
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【００６２】
　（緑インキ供給工程）
　図３（３）に示すように、所定の塗布法で緑インキを所定の凹部１１に供給する（図で
は中央の凹部１１）。なお緑インキは２列の凹部１１をあけて供給される。供給された緑
インキは凹部１１において行方向Ｘの一端部が、青インキが薄膜化した膜上に塗り重ねら
れる。青インキが薄膜化した膜は緑インキに再度溶解するため、膜上に塗り重ねられた緑
インキの固形分濃度が高くなり、結果としてその粘度が高くなるものと推測される。青イ
ンキが薄膜化した膜に沿って緑インキは拡がるが、その一方で緑インキが拡がるにつれて
その粘度が高くなり、緑インキの拡がりが阻害されるため、青インキが薄膜化した膜上を
緑インキが濡れ拡がることはなく、青インキが供給された凹部１１に緑インキが混入する
ことを防ぐことができる。他方、凹部１１において行方向Ｘの他端部は隔壁４に沿って緑
インキが濡れ拡がるために、後述する赤インキが供給される凹部１１にまで緑インキの薄
膜が形成される（図３（４）参照）。
【００６３】
　（赤インキ供給工程）
　図３（５）に示すように、所定の塗布法で赤インキを所定の凹部１１に供給する（図で
は最も左側の凹部）。なお赤インキは２列の凹部１１をあけて供給される。赤インキは溶
媒が蒸発することによって薄膜化する。供給された赤インキは凹部１１において行方向Ｘ
の一端部が、緑インキが薄膜化した膜上に塗り重ねられる。緑インキが薄膜化した膜は赤
インキに再度溶解するため、赤インキの固形分濃度が高くなり、結果としてその粘度が高
くなるものと推測される。そのため赤インキは緑インキが薄膜化した膜上を濡れ拡がるこ
とはなく、緑インキが供給される凹部１１に赤インキが混入することを防ぐことができる
。また凹部１１において行方向Ｘの他端部は、青インキが薄膜化した膜上に赤インキが塗
り重ねられるため、凹部１１において行方向Ｘの一端部と同様に、青インキが供給される
凹部１１に赤インキが混入することを防ぐことができる（図３（６）参照）。
【００６４】
　なお本実施形態では正孔注入層９上をインキが濡れ拡がるが、仮に正孔注入層９がない
場合であっても隔壁４上をインキが濡れ拡がるため、インキは上述と同様の挙動をとる。
【００６５】
　（インキを固化する工程）
　発光層はインキを固化することによって得られる。インキの固化は、常温または加熱下
で乾燥することによってなされる。なお窒素などの不活性ガス中または真空雰囲気中で乾
燥することが好ましい。またインキが、加熱または光照射によって重合する材料を含む場
合、加熱または光照射することによってインキを固化することが好ましい。なおインキの
固化は、各種インキを供給するたびに行ってもよいが、全ての種類のインキを供給した後
に行う方が好ましい。固化工程を１回で行うことができるためである。なおインキを自然
乾燥する場合には、固化工程として特別な処理が行われるわけではない。
【００６６】
　以上説明したように、青インキ供給工程、緑インキ供給工程、赤インキ供給工程の順に
各インキを供給すると、青インキおよび緑インキの組成物が赤色発光層５Ｒに混入し、青
インキの組成物が緑色発光層５Ｇに混入することはあるが、その一方で緑インキおよび赤
インキの組成物が青色発光層５Ｂに混入することを避けることができ、また赤インキの組
成物が緑色発光層５Ｇに混入することを避けることができる。これにより、工程数が増加
する撥液性を隔壁に施すことなく、親液性を示す隔壁を用いた場合であっても、青色発光
層５Ｂが青色発光し、緑色発光層５Ｇが緑色発光し、赤色発光層５Ｂが赤色発光する発光
層５を得ることができ、工程数を増加させることなく、塗布法により所期の色で発光する
有機ＥＬ素子３を簡易に作製することができる。
【００６７】
　なお上記工程により、緑色発光層および青色発光層は、その一端部が、隔壁を隔てて隣
接する赤色発光層上にまで隔壁に沿って延在する。
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【００６８】
　＜塗布法＞
　各種インキは所定の塗布法によって所定の凹部１１に供給される。塗布法としては、キ
ャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロール
コート法、ワイアーバーコート法、スリットコート法、キャピラリーコート法、スプレー
コート法、ノズルコート法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフ
セット印刷法、反転印刷法およびインクジェットプリント法などを挙げることができ、ノ
ズルコート法または有版印刷法が好ましく、凸版印刷法がより好ましく、フレキソ印刷法
がさらに好ましい。
【００６９】
　＜インキ＞
　赤インキ、緑インキ、青インキの各種インキは、各種発光層となる材料を溶媒に溶解す
ることにより調整される。インキにおける発光層となる材料の割合（以下、固形分濃度と
いう場合がある）は、通常０．１重量％～５重量％であり、好ましくは０．５重量％～３
重量％である。なお本明細書における固形分濃度または溶媒の濃度は、塗布装置において
インキを収容するタンク内での濃度を意味する。
【００７０】
　溶媒としては発光層となる材料を良好に溶解するものが好ましく、例えば、クロロホル
ム、塩化メチレン、ジクロロエタンなどの塩素系溶媒、テトラヒドロフランなどのエーテ
ル系溶媒、トルエン、キシレン、シクロヘキシルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶媒、
アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセ
ルソルブアセテートなどのエステル系溶媒などを挙げることができる。溶媒は１種類を単
独で用いても、複数種類を混合して用いてもよい。
【００７１】
　平坦な発光層を形成するために、溶媒は、沸点が２００℃以上の溶媒（以下、高沸点溶
媒という場合がある。）を含むことが好ましく、沸点が２００℃以上の溶媒の、インキに
対する割合が５重量％以上であることが好ましい。このように高沸点溶媒を含むことによ
りインキが蒸発し難くなる。
【００７２】
　インキは、所定の凹部１１に供給されるまでに途中の工程で蒸発するので、所定の凹部
１１に供給される際のインキの固形分濃度は、インキを収容するタンク内でのインキの固
形分濃度より高くなり、結果として所定の凹部１１に供給される際のインキの粘度もタン
ク内における粘度よりも高くなる。粘度の高いインキが凹部１１に供給されると、インキ
が濡れ拡がり難くなり、発光層の表面が平坦にならないことがある。特に有版印刷法では
、インキが版に付着した後にさらにこのインキが転写されるため、途中の過程での溶媒の
蒸発量が多くなり、所定の凹部１１に供給される際のインキの粘度が高くなる。そのため
、有版印刷法では平坦な発光層を得ることが難しいが、上述のように沸点が高く、蒸発し
難い溶媒を用いることにより、途中の過程における溶媒の蒸発を抑制し、インキの粘度上
昇を抑えることができるため、平坦な発光層が得られると考えられる。なお高沸点溶媒を
含むインキを使用する場合、親液性を示す隔壁４を用いたのでは、粘度の低いインキが隔
壁４に沿って濡れ拡がり、インキの混色が発生するおそれもあるが、本実施形態のように
塗り順を規定することによってインキの混色が発光色に顕在化することを防ぐことができ
る。このように塗り順を規定し、かつ高沸点溶媒を含むインキを使用することにより、イ
ンキの混色による発光色への影響を防ぎつつ、平坦な膜厚の発光層を得ることができる。
なお樹脂などの弾性物質からなる版を用いるフレキソ印刷法では、版が溶媒を吸収するた
め、固形分濃度の上昇が顕著となる。そのため親液性を示す隔壁４を用いた場合、平坦な
膜厚の発光層を形成するとともに、混色の問題が顕在化することを防ぐことは困難であっ
たが、本実施形態の塗り順でインキを塗布し、かつ高沸点溶媒を用いることで、所期の発
光層を得ることができる。
【００７３】
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　沸点が２００℃以上の溶媒としては、前述したシクロヘキシルベンゼンを用いることが
できる。沸点が２００℃以上の溶媒の、インキに対する割合は、５重量％～７０重量％が
好ましく、１０重量％～５０重量％がさらに好ましい。
【００７４】
　＜発光層となる材料＞
　発光層は通常、主として蛍光及び／又はりん光を発光する有機物、または該有機物とこ
れを補助するドーパントとから形成される。ドーパントは、例えば発光効率の向上や、発
光波長を変化させるために加えられる。なお有機物は、低分子化合物でも高分子化合物で
もよく、発光層は、溶媒への溶解性の観点からもポリスチレン換算の数平均分子量が、１
０３～１０８である高分子化合物を含むことが好ましい。発光層を構成する発光材料とし
ては、例えば以下の色素系材料、金属錯体系材料、高分子系材料、ドーパント材料を挙げ
ることができる。
【００７５】
　（色素系材料）
　色素系材料としては、例えば、シクロペンダミン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘
導体化合物、トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘
導体、ジスチリルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、ピロール誘導体、チオ
フェン環化合物、ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェ
ン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー、キナクリドン誘導体、クマ
リン誘導体などを挙げることができる。
【００７６】
　（金属錯体系材料）
　金属錯体系材料としては、例えばＴｂ、Ｅｕ、Ｄｙなどの希土類金属、またはＡｌ、Ｚ
ｎ、Ｂｅ、Ｉｒ、Ｐｔなどを中心金属に有し、オキサジアゾール、チアジアゾール、フェ
ニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリン構造などを配位子に有する金属錯
体を挙げることができ、例えばイリジウム錯体、白金錯体などの三重項励起状態からの発
光を有する金属錯体、アルミニウムキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリリウム錯
体、ベンゾオキサゾリル亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯体、ポ
ルフィリン亜鉛錯体、フェナントロリンユーロピウム錯体などを挙げることができる。
【００７７】
　（高分子系材料）
　高分子系材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、
ポリパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリフルオレン
誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、上記色素系材料や金属錯体系発光材料を高分子
化したものなどを挙げることができる。
【００７８】
　上記発光性材料のうち、青色に発光する材料としては、ジスチリルアリーレン誘導体、
オキサジアゾール誘導体、およびそれらの重合体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリ
パラフェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体などを挙げることができる。なかでも高分
子材料のポリビニルカルバゾール誘導体、ポリパラフェニレン誘導体やポリフルオレン誘
導体などが好ましい。
【００７９】
　また、緑色に発光する材料としては、キナクリドン誘導体、クマリン誘導体、およびそ
れらの重合体、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体などを挙げる
ことができる。なかでも高分子材料のポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレ
ン誘導体などが好ましい。
【００８０】
　また、赤色に発光する材料としては、クマリン誘導体、チオフェン環化合物、およびそ
れらの重合体、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリフルオ
レン誘導体などを挙げることができる。なかでも高分子材料のポリパラフェニレンビニレ
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ン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリフルオレン誘導体などが好ましい。
【００８１】
　（ドーパント材料）
　ドーパント材料としては、例えばペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルブレン誘導体、
キナクリドン誘導体、スクアリウム誘導体、ポルフィリン誘導体、スチリル系色素、テト
ラセン誘導体、ピラゾロン誘導体、デカシクレン、フェノキサゾンなどを挙げることがで
きる。なお、このような発光層の厚さは、通常約２ｎｍ～２００ｎｍである。
【００８２】
　（他方の電極を形成する工程）
　本実施形態では他方の電極として陰極７を形成する。本実施形態では絶縁膜８によって
各有機ＥＬ素子３は互いに電気的に絶縁しているため、陰極７を上方から一面に形成する
。すなわち各有機ＥＬ素子３に共通の陰極７を形成する。
【００８３】
　＜陰極＞
　陰極の材料としては、仕事関数が小さく、発光層への電子注入が容易で、電気伝導度の
高い材料が好ましい。また陽極側から光を取出す構成の有機ＥＬ素子では、発光層からの
光を陰極で陽極側に反射するために、陰極の材料としては可視光反射率の高い材料が好ま
しい。陰極には、例えばアルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属および周期表１３族
金属などを用いることができる。陰極の材料としては、例えばリチウム、ナトリウム、カ
リウム、ルビジウム、セシウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウ
ム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バナジウム、亜鉛、イットリウム、インジ
ウム、セリウム、サマリウム、ユーロピウム、テルビウム、イッテルビウムなどの金属、
前記金属のうちの２種以上の合金、前記金属のうちの１種以上と、金、銀、白金、銅、マ
ンガン、チタン、コバルト、ニッケル、タングステン、錫のうちの１種以上との合金、ま
たはグラファイト若しくはグラファイト層間化合物などが用いられる。合金の例としては
、マグネシウム－銀合金、マグネシウム－インジウム合金、マグネシウム－アルミニウム
合金、インジウム－銀合金、リチウム－アルミニウム合金、リチウム－マグネシウム合金
、リチウム－インジウム合金、カルシウム－アルミニウム合金などを挙げることができる
。また、陰極としては導電性金属酸化物および導電性有機物などから成る透明導電性電極
を必要に応じて用いることができる。具体的には、導電性金属酸化物として酸化インジウ
ム、酸化亜鉛、酸化スズ、ＩＴＯ、およびＩＺＯを挙げることができ、導電性有機物とし
てポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体などを挙げるこ
とができる。なお陰極は、２層以上を積層した積層体で構成されていてもよい。
【００８４】
　陰極の膜厚は、求められる特性および工程の簡易さなどを考慮して適宜設計され、例え
ば１０ｎｍ～１０μｍであり、好ましくは２０ｎｍ～１μｍであり、さらに好ましくは５
０ｎｍ～５００ｎｍである。
【００８５】
　陰極は、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属薄膜を熱圧着するラミネート法など
により形成することができる。
【００８６】
　以上説明した本実施形態の有機ＥＬ装置１は、一方の電極を陽極とし、他方の電極を陰
極とし、陽極と発光層との間に正孔注入層が設けられた構成の有機ＥＬ素子を備えるが、
有機ＥＬ装置に搭載される有機ＥＬ素子の層構成はこれに限られない。
【００８７】
　有機ＥＬ素子は、一対の電極と、該電極間に配置される発光層とを少なくとも有し、陽
極と発光層との間、及び／又は発光層と陰極との間に、発光層とは異なる他の層を有して
いてもよい。また電極間には、一層の発光層に限らずに、複数の発光層が設けられてもよ
い。
【００８８】
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　陰極と発光層との間に設けられる層としては、電子注入層、電子輸送層、正孔ブロック
層などを挙げることができる。陰極と発光層との間に、一層のみが設けられる場合には、
該層を電子注入層という。また陰極と発光層との間に電子注入層と電子輸送層との両方の
層が設けられる場合、陰極に接する層を電子注入層といい、この電子注入層を除く層を電
子輸送層という。
【００８９】
　電子注入層は、陰極からの電子注入効率を改善する機能を有する。電子輸送層は、陰極
、電子注入層または陰極により近い電子輸送層からの電子注入を改善する機能を有する。
正孔ブロック層は、正孔の輸送を堰き止める機能を有する。なお電子注入層、及び／又は
電子輸送層が正孔の輸送を堰き止める機能を有する場合には、これらの層が正孔ブロック
層を兼ねることがある。
【００９０】
　正孔ブロック層が正孔の輸送を堰き止める機能を有することは、例えばホール電流のみ
を流す素子を作製し、その電流値の減少で堰き止める効果を確認することができる。
【００９１】
　陽極と発光層との間に設けられる層としては、正孔注入層、正孔輸送層、電子ブロック
層などを挙げることができる。陽極と発光層との間に、一層のみが設けられる場合には、
該層を正孔注入層という。陽極と発光層との間に、正孔注入層と正孔輸送層との両方の層
が設けられる場合、陽極に接する層を正孔注入層といい、この正孔注入層を除く層を正孔
輸送層という。
【００９２】
　正孔注入層は、陽極からの正孔注入効率を改善する機能を有する。正孔輸送層は、陽極
、正孔注入層または陽極により近い正孔輸送層からの正孔注入を改善する機能を有する。
電子ブロック層は、電子の輸送を堰き止める機能を有する。なお正孔注入層、及び／又は
正孔輸送層が電子の輸送を堰き止める機能を有する場合には、これらの層が電子ブロック
層を兼ねることがある。
【００９３】
　電子ブロック層が電子の輸送を堰き止める機能を有することは、例えば、電子電流のみ
を流す素子を作製し、その電流値の減少で堰き止める効果を確認することができる。
【００９４】
　本実施形態の有機ＥＬ素子のとりうる層構成の一例を以下に示す。
ａ）陽極／発光層／陰極
ｂ）陽極／正孔注入層／発光層／陰極
ｃ）陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極
ｄ）陽極／正孔注入層／発光層／電子輸送層／陰極
ｅ）陽極／正孔注入層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
ｆ）陽極／正孔輸送層／発光層／陰極
ｇ）陽極／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極
ｈ）陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
ｉ）陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
ｊ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／陰極
ｋ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極
ｌ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
ｍ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
ｎ）陽極／発光層／電子注入層／陰極
ｏ）陽極／発光層／電子輸送層／陰極
ｐ）陽極／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
（ここで、記号「／」は、記号「／」を挟む各層が隣接して積層されていることを示す。
以下同じ。）
【００９５】
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　本実施形態の有機ＥＬ素子は２層以上の発光層を有していてもよい。上記ａ）～ｐ）の
層構成のうちのいずれか１つにおいて、陽極と陰極とに挟持された積層体を「構造単位Ａ
」とすると、２層の発光層を有する有機ＥＬ素子の構成として、以下のｑ）に示す層構成
を挙げることができる。なお２つある（構造単位Ａ）の層構成は互いに同じでも、異なっ
ていてもよい。
ｑ）陽極／（構造単位Ａ）／電荷発生層／（構造単位Ａ）／陰極
　また「（構造単位Ａ）／電荷発生層」を「構造単位Ｂ」とすると、３層以上の発光層を
有する有機ＥＬ素子の構成として、以下のｐ）に示す層構成を挙げることができる。
ｒ）陽極／（構造単位Ｂ）ｘ／（構造単位Ａ）／陰極
　なお記号「ｘ」は、２以上の整数を表し、（構造単位Ｂ）ｘは、構造単位Ｂがｘ段積層
された積層体を表す。また複数ある（構造単位Ｂ）の層構成は同じでも、異なっていても
よい。
【００９６】
　ここで、電荷発生層とは電界を印加することにより、正孔と電子を発生する層である。
電荷発生層としては、例えば酸化バナジウム、インジウムスズ酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ Ｔ
ｉｎ Ｏｘｉｄｅ：略称ＩＴＯ）、酸化モリブデンなどから成る薄膜を挙げることができ
る。
【００９７】
　有機ＥＬ素子は、封止のための封止膜または封止板などの封止部材で覆われていてもよ
い。有機ＥＬ素子を基板に設ける際には、通常本実施形態のように基板側に陽極が配置さ
れるが、基板側に陰極を配置するようにしてもよい。すなわちａ）～ｐ）の形態において
、左側から順に各層を基板に積層してもよく、また逆に、右側から順に各層を基板に積層
してもよい。積層する層の順序、層数、および各層の厚さについては、素子特性および工
程の簡易さなどを勘案して適宜設計することができる。
【００９８】
　次に有機ＥＬ素子を構成する各層の材料および形成方法について、より具体的に説明す
る。なお陽極、正孔注入層、発光層、陰極については前述したので重複する説明を省略す
る。
【００９９】
　＜正孔輸送層＞
　正孔輸送層を構成する正孔輸送材料としては、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘
導体、ポリシラン若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシ
ロキサン誘導体、ピラゾリン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフ
ェニルジアミン誘導体、ポリアニリン若しくはその誘導体、ポリチオフェン若しくはその
誘導体、ポリアリールアミン若しくはその誘導体、ポリピロール若しくはその誘導体、ポ
リ（ｐ－フェニレンビニレン）若しくはその誘導体、又はポリ（２，５－チエニレンビニ
レン）若しくはその誘導体などを挙げることができる。
【０１００】
　これらの中で正孔輸送材料としては、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、ポ
リシラン若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミン化合物基を有するポリシ
ロキサン誘導体、ポリアニリン若しくはその誘導体、ポリチオフェン若しくはその誘導体
、ポリアリールアミン若しくはその誘導体、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）若しくはそ
の誘導体、又はポリ（２，５－チエニレンビニレン）若しくはその誘導体などの高分子正
孔輸送材料が好ましく、さらに好ましくはポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、
ポリシラン若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサ
ン誘導体である。低分子の正孔輸送材料の場合には、高分子バインダーに分散させて用い
ることが好ましい。
【０１０１】
　正孔輸送層の成膜方法としては、特に制限はないが、低分子の正孔輸送材料では、高分
子バインダーと正孔輸送材料とを含む混合液からの成膜を挙げることができ、高分子の正
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孔輸送材料では、正孔輸送材料を含む溶液からの成膜を挙げることができる。
【０１０２】
　溶液からの成膜に用いられる溶媒としては、正孔輸送材料を溶解させるものであれば特
に制限はなく、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタンなどの塩素系溶媒、テトラ
ヒドロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶媒、
アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセ
ルソルブアセテートなどのエステル系溶媒などを挙げることができる。
【０１０３】
　溶液からの成膜方法としては、前述した正孔注入層の成膜法と同様の塗布法を挙げるこ
とができる。
【０１０４】
　混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、ま
た可視光に対する吸収の弱いものが好適に用いられ、例えばポリカーボネート、ポリアク
リレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩
化ビニル、ポリシロキサンなどを挙げることができる。
【０１０５】
　正孔輸送層の膜厚は、求められる特性および工程の簡易さなどを考慮して適宜設計され
、例えば１ｎｍ～１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍであり、さらに好ましく
は５ｎｍ～２００ｎｍである。
【０１０６】
　＜電子輸送層＞
　電子輸送層を構成する電子輸送材料としては、オキサジアゾール誘導体、アントラキノ
ジメタン若しくはその誘導体、ベンゾキノン若しくはその誘導体、ナフトキノン若しくは
その誘導体、アントラキノン若しくはその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタン若
しくはその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレン若しくはその誘導
体、ジフェノキノン誘導体、又は８－ヒドロキシキノリン若しくはその誘導体の金属錯体
、ポリキノリン若しくはその誘導体、ポリキノキサリン若しくはその誘導体、ポリフルオ
レン若しくはその誘導体などを挙げることができる。
【０１０７】
　これらのうち電子輸送材料としては、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノン若しくは
その誘導体、アントラキノン若しくはその誘導体、又は８－ヒドロキシキノリン若しくは
その誘導体の金属錯体、ポリキノリン若しくはその誘導体、ポリキノキサリン若しくはそ
の誘導体、ポリフルオレン若しくはその誘導体が好ましく、２－（４－ビフェニリル）－
５－（４－ｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、ベンゾキノン、アン
トラキノン、トリス（８－キノリノール）アルミニウム、ポリキノリンがさらに好ましい
。
【０１０８】
　電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子の電子輸送材料では、粉末から
の真空蒸着法、または溶液若しくは溶融状態からの成膜を挙げることができ、高分子の電
子輸送材料では溶液または溶融状態からの成膜を挙げることができる。なお溶液または溶
融状態からの成膜する場合には、高分子バインダーを併用してもよい。溶液から電子輸送
層を成膜する方法としては、前述の溶液から正孔注入層を成膜する方法と同様の成膜法を
挙げることができる。
【０１０９】
　電子輸送層の膜厚は、求められる特性および工程の簡易さなどを考慮して適宜設計され
、例えば１ｎｍ～１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍであり、さらに好ましく
は５ｎｍ～２００ｎｍである。
【０１１０】
　＜電子注入層＞
　電子注入層を構成する材料としては、発光層の種類に応じて最適な材料が適宜選択され
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、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属およびアルカリ土類金属のうちの１種
類以上含む合金、アルカリ金属若しくはアルカリ土類金属の酸化物、ハロゲン化物、炭酸
塩、またはこれらの物質の混合物などを挙げることができる。アルカリ金属、アルカリ金
属の酸化物、ハロゲン化物、および炭酸塩の例としては、リチウム、ナトリウム、カリウ
ム、ルビジウム、セシウム、酸化リチウム、フッ化リチウム、酸化ナトリウム、フッ化ナ
トリウム、酸化カリウム、フッ化カリウム、酸化ルビジウム、フッ化ルビジウム、酸化セ
シウム、フッ化セシウム、炭酸リチウムなどを挙げることができる。また、アルカリ土類
金属、アルカリ土類金属の酸化物、ハロゲン化物、炭酸塩の例としては、マグネシウム、
カルシウム、バリウム、ストロンチウム、酸化マグネシウム、フッ化マグネシウム、酸化
カルシウム、フッ化カルシウム、酸化バリウム、フッ化バリウム、酸化ストロンチウム、
フッ化ストロンチウム、炭酸マグネシウムなどを挙げることができる。電子注入層は、２
層以上を積層した積層体で構成されてもよく、例えばＬｉＦ／Ｃａなどを挙げることがで
きる。電子注入層は、蒸着法、スパッタリング法、印刷法などにより形成される。
電子注入層の膜厚としては、１ｎｍ～１μｍ程度が好ましい。
【０１１１】
　以上説明した有機ＥＬ装置は、表示装置に好適に用いることができる。有機ＥＬ素子を
備える表示装置としては、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示装置などを挙げ
ることができる。
【実施例】
【０１１２】
　青インキ、緑インキ、赤インキ（Ｂ，Ｇ，Ｒ）の順に各インキを塗布して、３種類の有
機ＥＬ素子を作製した。
【０１１３】
　（基板の準備および陽極の形成）
　まず２００ｍｍ（縦）×２００ｍｍ（横）×０．７ｍｍ（厚み）の透明ガラス板上にＴ
ＦＴアレイと複数の陽極（一方の電極）とが形成された基板を用意した。複数の陽極はマ
トリクス状に配列され、その形状は板状であり、サイズは行方向Ｘの幅が６０μｍ、列方
向Ｙの幅が１８０μｍ、厚みが１５０ｎｍである。陽極にはＩＴＯ薄膜を用いた。
【０１１４】
　（絶縁膜の形成）
　次にポジ型フォトレジスト（東レ株式会社製、商品名「SL－1904」）を基板全面に塗布
し、フォトリソグラフィにより陽極上に開口が形成された格子状の絶縁膜を形成した。絶
縁膜の膜厚は１．８μｍであり、開口は、行方向Ｘの幅が５５μｍ、列方向Ｙの幅が１７
５μｍである。
【０１１５】
　（隔壁の形成）
　次にポジ型フォトレジスト（東レ株式会社製、商品名「SL－1904」）を基板全面に塗布
し、フォトリソグラフィによりストライプ形状の隔壁を形成した。形成した隔壁は、高さ
が２μｍ、行方向Ｘの幅が３３μｍ、隣り合う隔壁の間隔が４１．５μｍであり、行方向
Ｘのピッチ（繰り返し）が７４．５（３３＋４１．５）μｍであった。上述のフォトレジ
ストを用いて通常のフォトリソグラフィによって隔壁を形成した場合、撥液処理を特別に
施さない限り、形成された隔壁は通常親液性を示す。
【０１１６】
　（正孔注入層の形成）
　次にポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）／ポリスチレンスルホン酸（Ｂａｙ
ｅｒ社製、商品名「ＢａｙｔｒｏｎＰ　ＡＩ４０８３」）の懸濁液を０．２μｍメンブラ
ンフィルターで濾過した。この濾過液をスピンコートにより基板上に塗布した。その後、
２００℃で２０分間加熱処理して、膜厚が８０ｎｍの正孔注入層を形成した。
【０１１７】
　（発光層の形成）
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　上記隔壁に対応するストライプ状の複数本の凸部を備えるフレキソ印刷版（材質：ポリ
エステル系樹脂）を準備した。各凸部は版胴の周方向に沿って延伸し、互いに中心軸線方
向に等間隔をあけて配置されている。凸部は、高さが１００μｍ、幅が３５μｍ、繰り返
し間隔（ピッチ）が２２３．５（７４．５×３）μｍである。
【０１１８】
　有機発光材料として赤、緑、青の３色の高分子発光材料（サメイション社製、商品名「
ＲＰ１５８（赤）」、「ＧＰ１３００（緑）」、「ＢＰ３６１（青）」）をそれぞれアニ
ソール／シクロへキシルベンゼン＝１／１（重量比）の混合溶媒に溶解させた３種類のイ
ンキ（各インキの固形分濃度：２重量％）を準備した。
【０１１９】
　準備したインキを青インキ、緑インキ、赤インキ（B、G、R）の順でフレキソ印刷法に
より塗布した。まず上記凸部を有するフレキソ印刷版を用いて、青色発光層を形成すべき
凹部に青インキを印刷し、さらにこれを乾燥し、青色発光層を形成した。次に青インキと
同様にして緑インキを印刷し、さらにこれを乾燥し、緑色発光層を形成した。そして緑イ
ンキと同様にして赤インキを印刷し、さらにこれを乾燥し、赤色発光層を形成した。各色
の発光層５Ｒ，５Ｇ，５Ｂの厚みは、それぞれ６０ｎｍであり、ほぼ同じ厚みであった。
【０１２０】
　なお印刷機には日本写真印刷（株）製の「オングストローマーＳＤＲ－００２３（商品
名）、版ドラム直径：８０ｍｍ」を用いた。印刷速度は５０ｍｍ／秒とし、版と基板とが
接触する状態を印刷押し込み量０μｍとして、その位置から版を５０μｍ押し付けた状態
（印刷押し込み量＝５０μｍ）で印刷した。
【０１２１】
　各発光層の形状を光学顕微鏡（ニコン社製、商品名「オプチフォト８８」、体物レンズ
倍率：５０倍）で観察したところ、青インキ、緑インキ、赤インキともに隔壁上まで拡が
り、図３（５）に示すような膜形状が観測された。
【０１２２】
　（陰極の形成）
　次に発光層上に他方の電極（陰極）として、カルシウムを１００Åの厚さで蒸着し、さ
らに、酸化保護層としてアルミニウムを２０００Åの厚さで蒸着した。これによりボトム
エミッション型の有機ＥＬ素子を作製した。
【０１２３】
　得られた各有機ＥＬ素子を発光させたところ、赤インキ、緑インキ、青インキをそれぞ
れ用いて発光層を形成した有機ＥＬ素子からは、それぞれ赤色、緑色、青色の発光が得ら
れ、混色が観測されなかった。
【０１２４】
　［比較例］
　青インキ、緑インキ、赤インキ（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の順に各インキを塗布して、３種類の有
機ＥＬ素子を作製した。
【０１２５】
　インキの塗布順を赤インキ、緑インキ、青インキとしたこと以外は実施例と同様に有機
ＥＬ素子を作製した。
【０１２６】
　作製した有機ＥＬ素子を発光させたところ、青インキを用いて発光層を形成した有機Ｅ
Ｌ素子が白色発光した。これは青インキを用いて形成した発光層に赤インキの組成物が混
入したために、赤色発光が生じ、赤色発光と青色発光とが得られた結果として白色発光が
観測されたものと思われる。
【符号の説明】
【０１２７】
　１　有機ＥＬ装置
　２　基板
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　３　有機ＥＬ素子
　４　隔壁
　５　発光層
　６　一方の電極（陽極）
　７　他方の電極（陰極）
　８　絶縁膜
　９　正孔注入層
　１１　凹部

【図１】 【図２】
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【図３】
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